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１【提出理由】

　当社は、2021年５月14日開催の取締役会において、2021年10月１日（予定）を効力発生日として、電子デバイス

事業を簡易吸収分割（以下、「本会社分割」という。）の方法により新設する子会社に承継することを決議いたし

ましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号の規定

に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

（１）本会社分割承継会社についての事項

①　商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号 都築エンベデッドソリューションズ株式会社

本店の所在地 東京都港区西新橋２－５－３

代表者の氏名 代表取締役社長　戸澤　正人

資本金の額 350百万円

純資産の額 350百万円

総資産の額 350百万円

事業の内容
ICT製品、電子機器、電子部品等の組み込み製品の販売・保守・サポート及びオフィ
スサプライ品の販売

 

　　　※今後設立する予定の内容を記載しております。

 

②　最近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

決算期 2019年３月期 2020年３月期 2021年３月期

売上高 ― ― ―

営業利益 ― ― ―

経常利益 ― ― ―

当期純利益 ― ― ―
 

　　　※本会社分割する承継会社は今後設立予定であり、該当する項目はございません。

 

③　大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

大株主の名称 発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

都築電気株式会社 100％
 

 

④　提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係 同社は当社100％出資の連結子会社であります。

人的関係 当社取締役の戸澤正人が代表取締役を兼務する予定です。

取引関係 営業を開始していないため、現時点における当社との取引関係はありません。
 

 

（２）本会社分割の目的

　電子デバイス事業を取り巻く環境は、わが国半導体・電子部品製造業の相対的な競争力の低下やグローバルに活

躍するメガディストリビュータの誕生などを背景に、年々厳しさを増しています。こうしたなかで競争力を維持

し、事業価値を向上させていくためには、事業構造を大きく転換する必要があります。当社は、これまで進めてき

た改革の取組みを更に加速し、①お客様・サプライヤ様との関係を最大限に生かした新たな事業モデルの創造と、

②徹底した効率性/生産性の追求を進める方針であり、改革の果実を早期に獲得するために、経営判断の迅速化、当

該事業の経営責任の明確化を目的に本件分社化を実施いたします。
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（３）本会社分割の方法、本会社分割に係る割当ての内容その他の吸収分割契約の内容

①　本会社分割の方法

本会社分割に向けた受け皿会社として、都築エンベデッドソリューションズ株式会社（以下、「都築エンベデッ

ドソリューションズ」という。）を設立します。都築エンベデッドソリューションズを吸収分割承継会社とし、当

社を吸収分割会社として、電子デバイス事業を吸収分割により承継いたします。

②　本会社分割に係る割当ての内容

本会社分割に際して、都築エンベデッドソリューションズから当社への株式の割当、金銭その他の財産の交付は

ありません。

③　その他の吸収分割契約の内容

ⅰ）本会社分割の日程

取締役会決議日　　　　　　2021年５月14日

契約締結日　　　　　　　　2021年７月１日（予定）

実施予定日(効力発生日)　　2021年10月１日（予定）

（注）本会社分割は、会社法第784条第2項に定める簡易吸収分割であり、当社の株主総会の承認を得ずに行い

ます。

ⅱ）本会社分割により増資する資本金

本会社分割による当社の資本金の増減はありません。

ⅲ）本会社分割に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

当社は新株予約権および新株予約権付社債を発行していません。

ⅳ）承継会社が承継する権利義務

当社が営む電子デバイス事業に関して有する権利義務を、当社と都築エンベデッドソリューションズとの間で

締結する吸収分割契約書に定める範囲において効力発生日に承継します。

 

（４）本会社分割の係る割当ての内容の算定根拠

　本会社分割に際して、都築エンベデッドソリューションズから当社への株式の割当、金銭その他の財産の交付は

ありません。

 
（５）本会社分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の

額、総資産の額及び事業の内容

商号 都築エンベデッドソリューションズ株式会社

本店の所在地 東京都港区西新橋２－５－３

代表者の氏名 代表取締役社長　戸澤　正人

資本金の額 350百万円

純資産の額 9,796百万円

総資産の額 11,046百万円

事業の内容
ICT製品、電子機器、電子部品等の組み込み製品の販売・保守・サポート及びオフィ
スサプライ品の販売

 

 
以　上
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